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Titelbild: Die Viscom AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern von automatischen Inspektionssystemen für elektro- 
nische Baugruppen. Die Modellpalette reicht von leistungsstarken 3D-AOI-Systemen für die Kontrolle von Lot- 
paste, Bestückung und Lötstellen bis zu Inspektionssystemen für MID und Bonddrahtprüfung. Im Bereich der  
Röntgentechnologie wird die komplette Bandbreite von Mikrofokus-Röntgenröhren über Offline-Prüfinseln mit 
µCT-Funktion bis zur vollautomatischen Inline-Röntgeninspektion (AXI und 3D-AXI) abgedeckt. 

www.viscom.com
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